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Abstract of DE1 970861 7 

The invention relates to a chip card module (1) 
comprising a semiconductor chip which contacts 
a metallic lead frame (2) having contact areas (3) 
in an electrically conductive manner. Both the 
semiconductor chip and contact areas (3) contact 
each other in an electrically conductive manner 
via connecting areas (5) which are arranged on 
the side (4) of an electrically isolating protective 
layer applied to the semiconductor chip which 
faces away from said semiconductor chip. The 
contacts between the connecting areas (5) and 
contact areas (3) can be made by solder joints 
(6) or electrically conductive glued joints. The 
invention further relates to a chip card (10) 
comprising the chip card module (1) described in 
the invention. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(54) Chipkartenmodul und diesen umfassende Chipkarte 

® Die Erfindung betrifft einen Chipkartenmodul (1), wel- 
cher einen Halbleiterchip umfaBt, der eiektrisch leitend 
mit einem metallischen Anschlu Brahmen (2) kontaktiert 
ist, in dem Kontaktflachen (3) ausgebildet sind. Halbleiter- 
chip und Kontaktflachen (3) sind eiektrisch leitend uber 
Anschlu ftflach en (5) kontaktiert, welche auf der dem Halb- 
leiterchip abgewandten Oberflache (4) einer auf den Halb- 
leiterchip aufgebrachten eiektrisch isolierenden Schutz- 
schicht angeordnet sind. Die Kontaktierung von An- 
schlufcflachen (5) und Kontaktflachen (3) kann mit Lot- (6) 
oder eiektrisch leitenden Ktebeverbindungen hergestellt 
werden. Au&erdem betrifft die Erfindung eine Chipkarte 
(10), welche den erfindungsgemafcen Chipkartenmodul 
(1) umfa&t. 
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Beschreibung 


Die Erfindung beirifft einen Chipkartenmodul und eine 
rtiesen umfassencie Chipkarte. 

Chipkartenmodule bestehen ublicherweise aus einem 
Trager, auf welchem ein Halbleiterchip aufgeklebt oder auf 
sonstige Weise befestigt ist. Der Trager kann eine diinne 
Leiterplatte oder eine Kunststoffolie sein, auf deren vom 
Chip abgewandter Seite eine elektrisch ieitfahige Schicht 
aus Kupfer oder ahnlichem auflaininiert is I, welche zu ein- 
zelnen Kontaktflachen slrukturiert ist* die miteinem Karten- 
lesegerat abgegriffen werden konnen. Anstelle der laminier- 
ten Tragerfolie kann der Halbleiterchip auch auf einen me- 
tallischen Anschlu Brahmen (Leadframe) - nut oder ohne 
Zwischentrager - angebracht werden, in welchen die einzel- 
nen Kontaktflachen eingestanzt sind. Die Form und GroBe 
der Kontaktflachen richtet sich in der Regel nach bestirnm- 
tcn Normvorgabcn wic bcispiclswcisc dcm ISO-Standard 
7816. Halbleiterchip und Kontaktflachen sind in herkomm- 
lichen Chipkartenxnodulen mil Hilfe von Bonddrahten, die 
von den Kontaktierungsstelien des Halbleiterchips zu den 
AnschluBstellen der Kontaktflachen gefiihrt sind, elektrisch 
kontaktiert Altemativ kann der Halbleiterchip in Rip-Chip- 
Technik aufgebracht sein. 

Zum Schutz des Chips und der Verbindungen zu den Kon- 
taktflachen wird uber dem Chip und den Verbindungsstellen 
eine Schicht aus Epoxidharz, duroplastischem Kunststoff 
oder ahnlichem aufgebracht. Der fertige Chipkartenmodul 
wird schlieBlich in den Kartentrager einer Chipkarte implan- 
tiert. 

Die auf oben beschriebene Weise aufgebauten Chipkar- 
tenmodule besitzen im allgemeinen eine Bauteilhohe von 
mindestens 500 bis 600 um. Geringere Bauteilhohen konn- 
ten bisher nicht realisiert werden. Zudem kann aufgrund der 
retativ groBen Bauteilhohe der Chipkartenmodule der Kar- 
tentrager im Bereich des Moduls nur sehr dunn sein, um die 
vorgegebene Gesamtdicke der Chipkarte nicht zu uber- 
schreiten. Im Bereich des Chipkartenmoduls treten daher 
Einfallstellen auf der Kartenoberflache auf. 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Chipkartenmodul zu 
schaffen, der einfach und efTektiv herzustellen ist und der 
eine moglichst geringe Bauteilhohe aufweist. Der Halblei- 
terchip sollte dabei moglichst gut gegen mechanische Be- 
schadigung und chemische Einflusse geschutzt sind. AuBer- 
dem sollte sich durch Verwendung des Chipkartenmoduls 45 
eine Chipkarte mit moglichst ebener Oberflache ohne Auf- 
wolbungen oder Einfallstellen herstellen lassen. 

Die Aufgabe wird durch den Chipkartenmodul gemaB 
Anspruch 1 geiost Bevorzugte und zweckmaBige Weiterbil- 
dungen ergeben sich aus den Unteranspruchen. In einem 50 
weiteren Aspekt betrifTt die Erfindung eine Chipkarte ge- 
maB Anspruch 1 0, welche einen erfindungsgemaBen Chip- 
kartenmodul umfaBt. 

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daB der Halblei- 
terchip nicht als "nackter" Chip in den Chipkartenmodul 55 
eingebaut ist, sondern auf wenigstens einer Seite mit einer 
elektrisch isolierenden Schutzschicht versehen ist, auf deren 
vom Halbleiterchip abgewandten Oberflache AnschluBfla- 
chen ausgebildet sind, die mit den Kontaktierungsstelien des 
Halbleiterchips elektrisch leitend verbunden sind. Diese 
Schutzschicht sorgt fur einen erhohten Schutz des Halblei- 
terchips gegen mechanische Beanspruchung und halt gleich- 
zeitig Feuchtigkeit und andere schadliche Chemikalien fern. 
Ein besonders guter Schutz ist gewahrleistet, wenn auf 
Obcr- und Untcrscitc des Halbleiterchips Schutz schichtcn 65 
vorgesehen sind oder der Halbleiterchip allseilig von einem 
Gehause umschlossen ist. 

Die beschriebenen Halbleiter-Bauteile mit auf einer 
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Oberflache angeordneten AnschluBflachen werden Ublicher- 
weise als "Die Size-Packages" bezeichnet und sind bei- 
spiels weise in der WO 96/02071 beschrieben. 

Die elektrische Kontaktierung des Halbleiterchips mit 
den Kontaktflachen des metallischen AnschluBrahmens er- 
folgt uber die auf einer der Oberflachen des Die Size-Packa- 
ges liegenden AnschluBflachen. Hierzu wird das Package 
mit den AnschluBflachen voran auf den AnschluBrahmen 
aufgesetzt, und die elektrischen Kontakte werden herge- 
stelll. 

Dies kann beispiels weise durch Lot verbindungen gesche- 
hen. Dann bestehen die AnschluBflachen, die auch als Bond- 
huge! bezeichnet werden, aus einem Lotmaterial wie Weich- 
lot oder Lotpaste oder aus einem lotbestandigen Material. In 
letzterem Fall wird auf die AnschluBflachen des Halbieiter- 
chip-Bauteils und/oder auf die Kontaktierungsstelien des 
AnschluBrahmens ein Lotmaterial aufgetragen, und dann 
werden die Lotvcrbindungcn hcrgcstcllt. Bcvorzugt werden 
die Lotverbindungen mit Zinn-Blei-Lot ausgefuhrt. Auf- 
grund der hohen Duktilitat dieses Materials konnen die Lot- 
verbindungen hohe mechanische Spannungen absorbieren, 
ohne daB Materialermudungen auf treten. 

Besonders giinstige Ergebnisse werden erzielt, wenn der 
metallische AnschluBrahmen aus Kupfer oder einer Kupfer- 
Legierung besteht. Bevorzugte Legierungen sind Kupfer- 
Zinn-Legierungen wie CuSn6. Wegen der hohen Duktilitat 
dieser Materialien sind die so hergestellten Chipkartenmo- 
dule und die diese enthaltenden.Chipkarten sehr wenig an- 
fallig gegen Biegebelastungen. Ihre Zuverlassigkeit ist da- 
her ausgezeichnet. 

Die AbgrifFseite des AnschluBrahmens kann auf bekannte 
Weise mil einer oder mehreren Schutzschichten versehen 
sein. 

Die Lotverbindungen zwischen Chip- AnschluBflachen 
und AnschluBrahmen konnen auf an sich bekannte Weise 
hergestelit werden. Ein bevorzugtes Verfahren ist das HeiB- 
luftloten. Die Lotfahigkeit bietet zudem die Gewahr dafur, 
daB das Gehause einen hohen Widerstand gegen Feuchtig- 
keit aufweist, die Gefahr von Rissen im Package aufgrund 
eindringender Feuchtigkeit also minimal ist. 

Eine alternative Kontaktierungsmethode besteht darin, 
AnschluBflachen und AnschluBrahmen mit Hilfe eines leit- 
fahigen Klebstoffes zu verbinden. Materialien und Techni- 
ken entsprechen den ublicherweise auf dem Gebiet der 
Halbleitertechnologie verwendeten. 

Die Montage der Die Size-Packages kann grundsatzlich 
auf herkommliche Weise unter Verwendung ublicher Ver- 
fahren sschritte erfoigen. ZweckmSBig erfolgt die Montage 
auf einem AnschluBrahmenband, aus dem die einzelnen 
Chipkartenmodule und die Kontaktflachen erst nach Positio- 
nierung und Kontaktierung der Die Size-Packages herausge- 
trennt werden. 

Die Implantation der erfindungsgemaBen Chipkartenmo- 
dule in eine Chipkarte erfolgt mittels gangiger Verfahren. 

Neben den bereits erwahnten Vorteilen der erhohten Sta- 
bility und Zuverlassigkeit gegen mechanische und chemi- 
sche Belastungen weisen die erfindungsgemaBen Chipkar- 
tenmodule einige weitere Vorteile auf. Zum einen sind sie 
mit geringem Materialaufwand einfach, schnell und kosten- 
gunstig herstellbar. Dadurch daB keine Abdeckung des mon- 
tierten Halbleiterchips mit Epoxidharz oder ahnlichem er- 
forderlich ist, kann gegeniiber herkommlichen Fertigungs- 
verfahren ein Arbeitsschritt eingespart werden. Zudem un- 
terliegt die GehausegroBe des Die Size-Package nur auBerst 
geringen Schwankungcn, so daB Chipkartenmodule mit rc- 
produzierbaren Konturen herstellbar sind. Weiterhin ist die 
Bauhohe der erfindungsgemaBen Chipkartenmodule gerin- 
ger als diejenige der auf ubliche Weise hergestellten Mo- 
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dule. Dies wirkt sich auf die Chipkartenqualitat aus. Auf- 
grund dcr geringen Bautcil-Gesamthdhe des Chipkartenmo- 
duls kann der Kartentrager, dort wo der Chipkartenmodul 
implanlieri werden soil, eine hohere Wanddicke aufweisen 
a Is bei herkomm lichen Chipkarte nmodulen, so daB die 
Chipkarte eine - ebene Oberflache ohne Einfallstellen auf 
der Kartenoberflache besitzt. 

Die Erfindung soil nachfolgend unter Bezugnahme auf 
eine Zeichnung nSher eriSutert werden. Darin zeigen 

Fig, 1 schematisch einen erfindungsgemaBcn Chipkarten- 
modul in Draufsicht; 

Fig. 2 schematisch den Chipkartenmodul gemaB Fig. 1 
im Querschnitt und 

Fig. 3 schematisch-eine Chipkarte, welche den Chipkar- 
tenmodul gemaB Fig. 1 und 2 enthalt. 

Der in Fig. 1 dargestellte Chipkartenmodul 1 umfaBt ei- 
nen A nschlu Brahmen 2, aus dem Kontaktflachen 3 heraus- 
gcstanzl sind. Die cinzclncn Kontaktflachen 3 sind jcwcils 
mit einer AnschluBflache 5, deren Lage durch die gepunkte- 
ten Bereichc verdeutlicht ist, elektrisch leitend verbunden. 
Die AnschluBflachen 5 sind auf einer Oberflache 4 eines Die 
Size-Packages 7 angeordnet. Das Package dient im fertigen 
Chipkartenmodul als Bindeglied, welches die bei der Ver- 
einzelung der Chipkartenmodule aus dem AnschluBrahmen 
herausgestanzten Kontaktflachen 3 verankerL. 

Fig. 2 zeigt den Chipkartenmodul gemaB Fig. 1 im Quer- 
schnitt im Bereich von zwei AnschluBflachen 5. Diese sind 
mit den zugehorigen Kontaktflachen 3 durch eine Lolver- 
bindung 6 elektrisch leitend verbunden.. 

In Fig. 3 ist im Querschnitt eine Chipkarte 10 dargestellt, 
in die der in Fig. 1 und 2 gezeigte Chipkartenmodul implan- 
tiert ist. Die Implantation erfolgt auf herkommliche Weise, 
indeni der Chipkartenmodul 1 in eine Ausnehmung im Kar- 
tenkorper 8 mit Klebstoff 9 eingeklebt wird. 
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7. Chipkartenmodul gemBB Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der AnschluBrahmen (2) aus einer 
Kupfer-Zinn-Legierung und insbesondere aus CuSn6 
besteht. 

8. Chipkartenmodul gemaB einem der Anspriiche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiterchip auf 
Ober- und Unterseite mit elektrisch isolierenden 
Schutzschichten versehen ist. 

9. Chipkartenmodul gemaB einem der Anspriiche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiterchip all- 
seitig von einem elektrisch isolierenden Gehause (7) 
umschlossen ist. 

10. Chipkarte (10), dadurch gekennzeichnet, daB sie 
einen Chipkartenmodul (1) gemaB einem der Anspru^ 
che 1 bis 9 umfaBt. 


Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 


1. Chipkartenmodul (I), welcher einen Halbleiterchip 
umfaBt, der elektrisch leitend mit einem metallischen 
AnschluBrahmen (2) kontaktiert ist, in dem Kontaklfla- 
chen (3) ausgebildet sind, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der Halbleiterchip auf wenigstens einer Seite mit 
einer elektrisch isolierenden Schutzschicht versehen 
ist, auf deren vom Halbleiterchip abgewandter Oberfla- 
che (4) AnschluBflachen (5) ausgebildet sind, die mit 
den Kontaktierungsstellen des Halbleiterchips elek- 
trisch leitend verbunden sind, und 
daB der Halbleiterchip mit den AnschluBflachen (5) vo- 
ran auf den AnschluBrahmen (2) aufgesetzt und uber 
die AnschluBflachen (5) mit den Kontaktflachen (3) 
elektrisch leitend kontaktiert ist. 

2. Chipkartenmodul gemaB Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die AnschluBflachen (5) an die Kon- 
taktflachen (3) gelotet sind. 

3. Chipkartenmodul gemaB Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die AnschluBflachen (5) durch HeiB- 
luftloten an den Kontaktflachen (3) befestigt sind. 

4. Chipkartenmodul gemaB Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Lotverbindung (6) aus Zinn- 
Blei-Lot besteht. 

5. Chipkartenmodul gemaB Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die AnschluBflachen (5) mit einem 
elektrisch leitfahigen Klebstoff an die Kontaktflachen 
(3) gcklcbt sind. 

6. Chipkartenmodul gemaB einem der Anspriiche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, daB der AnschluBrahmen 
(2) aus Kupfer oder einer Kupfer-Legierung besteht. 


40 


45 


50 


55 


60 


65 


JSDOCID: <DE_1 970861 7A1J_> 


ZEICHNUNGEN SEITE 1 


Nummer: 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 


DE197 08 617 A1 
H 01 L 23/50 

10. September 1998 


FIG. 1 


FIG. 2 


FIG. 3 
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